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1. 工作简况
根据《中国电子元件行业协会团体标准管理办法》和《中国电子元件行业协会团体标准制修订工作程序》，中国电子元件行业协会2019年第六批团体标准制定项目计划下达本项目(项目编号为YX201912001）。
唐山万士和电子有限公司、成都泰美克晶体技术有限公司、武汉海创电子股份有限公司、北京石晶光电科技股份有限公司、成都森桫迩科技有限公司、上海大学、成都电子科技大学为《微天平用石英晶片》团体标准的主要起草单位，
项目计划下达后，牵头单位于2020年1月完成了项目编制组的组建工作，确定项目负责人，制定工作计划。2020年3月牵头单位完成了标准草案，并在项目组进行内部的讨论及修订。草案经标准工作组讨论后，于2020年3月18日形成工作组讨论稿。
经标准编制组内讨论后，收到4个成员的反馈意见58条，完全采纳52条，部分采纳2条，未采纳4条。2020年3月31日完成征求意见稿。
2.编制原则和内容说明
2.1 编制原则
2.1.1 按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
2.1.2 坚持与现行国内、外有关标准协调、统一。
2.1.3 注意吸收国内、外相关的最新研究成果。
2.2 内容说明
本标准规定了微天平用石英晶片的术语、定义、型号、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和贮存。
本标准的制定，可以规范微天平用石英晶片生产和检验，另外还可以提升整个行业的标准化程度，也为该类石英晶片在微天平上的使用提供技术指导。
2.2.1术语和定义
GB/T12273.1-2017、 GB /T3352-2012 界定的术语和定义适用于本文件，确保与现行标准协调统一。
2.2.2 产品分类
本标准根据石英晶片外径、标称频率、电极膜材料和电极形状编码进行分类，这样更便利于产品应用选型，且使选用方更明确。
2.2.3技术要求
[bookmark: _Toc15613][bookmark: _Toc1733][bookmark: _Toc4842][bookmark: _Toc26189][bookmark: _Toc13145][bookmark: _Toc5597][bookmark: _Toc17796][bookmark: _Toc7199]2.2.3.1产品外形尺寸和电极结构尺寸公差
依据唐山万士和电子有限公司的企业标准和主要使用者的要求，规定了供参考的产品结构和外形尺寸和公差。除了供参考的产品结构和外形尺寸和公差。另外石英晶片、电极外形尺寸和电极材料均可定制。晶片本身尺寸公差±0.02mm，电极尺寸公差±0.1mm。
[bookmark: _Toc20448][bookmark: _Toc3701][bookmark: _Toc23762][bookmark: _Toc15583][bookmark: _Toc16055][bookmark: _Toc13886][bookmark: _Toc14981][bookmark: _Toc11689]2.2.3.2性能参数
依据唐山万士和电子有限公司的企业标准和主要使用者的要求，规定了调整频差、谐振电阻、并电容、品质因数/Q的指标要求，符合表1 的规定。
表1 性能参数
	[bookmark: _Toc8540]项目
	[bookmark: _Toc15837]要求

	[bookmark: _Toc14889]晶片标称尺寸/mm①
	[bookmark: _Toc4041]φ25
	[bookmark: _Toc12177]φ14
	[bookmark: _Toc11695]φ12
	[bookmark: _Toc7335]φ10
	[bookmark: _Toc20152]φ9
	[bookmark: _Toc19144]φ8

	[bookmark: _Toc12866]标称频率范围/MHz②
	[bookmark: _Toc29061]1～10
	[bookmark: _Toc30873]3～10
	[bookmark: _Toc25331]5～15
	[bookmark: _Toc31378]5～18
	[bookmark: _Toc28511]8～20
	[bookmark: _Toc24295]9～20

	[bookmark: _Toc25527]负载电容/pF
	[bookmark: _Toc25472]串联（∞）

	[bookmark: _Toc24617]激励电平/μw
	[bookmark: _Toc16918]100

	[bookmark: _Toc28867]调整频差/kHz
	[bookmark: _Toc4815]±20

	[bookmark: _Toc24608]谐振电阻/Ω
	[bookmark: _Toc25790]＜45
	[bookmark: _Toc15457]＜40
	[bookmark: _Toc17267]＜30
	[bookmark: _Toc2304]＜20
	[bookmark: _Toc23036]＜15
	[bookmark: _Toc11338]＜15

	[bookmark: _Toc9995]并电容/pF
	[bookmark: _Toc23928]＜20

	[bookmark: _Toc16575]品质因数/Q
	[bookmark: _Toc172]＞100k

	[bookmark: _Toc2267][bookmark: _Toc28765]①实际中心尺寸可在标称尺寸的±0.5mm内，公差要求±0.02mm；
②实际中心频率可在标称频率值的±500kHz内。


[bookmark: _Toc28018][bookmark: _Toc14674][bookmark: _Toc29539][bookmark: _Toc23377][bookmark: _Toc31115][bookmark: _Toc27632][bookmark: _Toc9794][bookmark: _Toc13501]2.2.3.3激励电平相关性
   按照SJ/T11212-1999图1，规定石英晶片激励电平相关性应满足表2的规定。
[bookmark: _Toc18200]表2 激励电平相关性
	[bookmark: _Toc22872]序号
	[bookmark: _Toc30481]谐振电阻（Ω）
	
电阻比

	[bookmark: _Toc2284]1
	[bookmark: _Toc8222]< 5
	[bookmark: _Toc11572]≤2.2

	[bookmark: _Toc15196]2
	[bookmark: _Toc10326]5-10
	[bookmark: _Toc13316]≤2.0

	[bookmark: _Toc3672]3
	[bookmark: _Toc26547]10-20
	[bookmark: _Toc16716]≤1.8

	[bookmark: _Toc26488]4
	[bookmark: _Toc28732]20-35
	[bookmark: _Toc26498]≤1.5

	[bookmark: _Toc684]5
	[bookmark: _Toc19757]35-50
	[bookmark: _Toc31965]≤1.3

	[bookmark: _Toc22181]6
	[bookmark: _Toc2933]> 50
	[bookmark: _Toc28793]≤1.2

	[bookmark: _Toc6470]注：Rr1-低激励电平下测得的谐振电阻，Rr2-高激励电平下测得的谐振电阻。


[bookmark: _Toc18952][bookmark: _Toc9934][bookmark: _Toc32659][bookmark: _Toc15315][bookmark: _Toc21302][bookmark: _Toc21233][bookmark: _Toc24558][bookmark: _Toc11236]2.2.3.4无用响应                                               
依据唐山万士和电子有限公司的企业标准，石英晶片无用响应满足表3的规定。
表3 无用响应测量条件与要求
	[bookmark: _Toc11944]扫描范围
	[bookmark: _Toc17958]扫描点数
	[bookmark: _Toc1224]电阻比值

	[bookmark: _Toc10624]f0～f0+350kHz
	[bookmark: _Toc2477]≥250
	[bookmark: _Toc28054]≥2


[bookmark: _Toc18324][bookmark: _Toc13043][bookmark: _Toc16255][bookmark: _Toc3960][bookmark: _Toc17990][bookmark: _Toc7925][bookmark: _Toc17175][bookmark: _Toc17619]2.2.3.5外观质量                                                          
依据唐山万士和电子有限公司的企业标准，规定石英晶片和电极膜的边缘及外观质量。
2.2.4检验方法
2.2.4.1频率和谐振电阻
按GB/T12273.1-2017中4.7.1规定进行测量，测量温度：25℃±2℃，激励电平：100μW。
[bookmark: _Toc30721][bookmark: _Toc435][bookmark: _Toc9021][bookmark: _Toc26599][bookmark: _Toc4444][bookmark: _Toc4049][bookmark: _Toc25334][bookmark: _Toc24988]2.2.4.2激励电平相关性
按GB/T12273.1-2017中4.7.2规定进行。
[bookmark: _Toc3757][bookmark: _Toc5984][bookmark: _Toc27368][bookmark: _Toc20624][bookmark: _Toc19292][bookmark: _Toc66][bookmark: _Toc26376][bookmark: _Toc16850]2.2.4.3无用响应
按GB/T12273.1-2017中4.7.4要求进行，扫描范围、扫描点数按表3规定的测量条件与要求，激励电平：100μW。
[bookmark: _Toc21196][bookmark: _Toc14312][bookmark: _Toc7530][bookmark: _Toc14240][bookmark: _Toc20870][bookmark: _Toc25305][bookmark: _Toc3682][bookmark: _Toc28065]2.2.4.4并电容
按GB/T12273.1-2017中4.7.5要求进行。
[bookmark: _Toc13550][bookmark: _Toc4274][bookmark: _Toc1917][bookmark: _Toc609][bookmark: _Toc26494][bookmark: _Toc17029][bookmark: _Toc17855][bookmark: _Toc4729]2.2.4.5品质因数/Q
按SJ/Z9154.3-1987规定的方法进行。
[bookmark: _Toc22568][bookmark: _Toc28720][bookmark: _Toc23924][bookmark: _Toc28679][bookmark: _Toc29889][bookmark: _Toc14478][bookmark: _Toc1241][bookmark: _Toc17899]2.2.4.6尺寸
应采用非接触测量，测量工具的选择应保证产品尺寸精度的要求。
[bookmark: _Toc7933][bookmark: _Toc2299][bookmark: _Toc23065][bookmark: _Toc1309][bookmark: _Toc21615][bookmark: _Toc9702][bookmark: _Toc21061][bookmark: _Toc3996]2.2.4.7外观质量
用5倍～10倍显微镜放大镜在日光灯下检测崩边、划痕、裂纹、炸口 、破碎、附着粉、阴阳面 、污染物等缺陷，电极膜无划痕、无污染物。
2.2.5 检验规则
2.2.5.1鉴定检验
规定了新产品试制定型前进行鉴定检验，定检验的检验项目、顺序、分组、样品数和判定应按表4的规定进行。
表4 鉴定检验
	[bookmark: _Toc19835]分组
	[bookmark: _Toc11278]检验项目
	[bookmark: _Toc4209]样品
	[bookmark: _Toc24501]允许不合格数

	[bookmark: _Toc16371]1
	[bookmark: _Toc26257]尺寸
	[bookmark: _Toc15371]6
	[bookmark: _Toc24298]0

	
	[bookmark: _Toc24875]外观质量
	
	

	[bookmark: _Toc8225]2
	标称频率范围、调整频率
	[bookmark: _Toc27119]6
	[bookmark: _Toc32258]0

	
	谐振电阻
	
	

	
	[bookmark: _Toc17938]激励电平相关性
	
	

	
	[bookmark: _Toc13610]无用响应
	
	

	
	[bookmark: _Toc4230]并电容
	
	

	
	[bookmark: _Toc7359]品质因数/Q
	
	


2.2.5.2 逐批检验
规定了逐批检验出厂进行，按GB/T2828-2012中一次正常抽验方案进行，检查水平、AQL、检验项目、顺序和分组按表5的规定进行。
表5 逐批检验项目
	[bookmark: _Toc20314]检验项目
	[bookmark: _Toc3155]检查水平
	[bookmark: _Toc32760]AQL

	[bookmark: _Toc16622]尺寸
	[bookmark: _Toc27564]S-2
	[bookmark: _Toc7442]1.5

	[bookmark: _Toc7794]频率和谐振电阻
	[bookmark: _Toc13534]Ⅱ
	[bookmark: _Toc21773]0.25

	[bookmark: _Toc5644]并电容
	
	

	[bookmark: _Toc9678]品质因数/Q
	
	

	[bookmark: _Toc26729]外观质量
	
	


2.2.5.3周期检验
周期检验项目、顺序和分组同鉴定检验。有下列情况之一时，进行周期检验
a）材料或工艺变更后；
b）生产设备大修或更新后；
c）停产超过3个月，再恢复生产时；
d）正常生产时。每6个月进行一次
周期检验的检验项目、顺序、分组、样品数和判定应按表4的规定进行。
2.2.6 标志及贮存条件
在产品包装标签上应印有以下内容：a）公司标志；b）产品规格号，按4.2格式进行标记；c）生产批号。
3. 主要试验（或验证）情况分析
	无
4. 明确标准中涉及专利的情况，对于涉及专利的标准项目，应提供全部专利所有权人的专利许可声明和专利披露声明
无。
5. 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况
无论国内还是国外，石英晶片作为微天平的关键部件，一直没有统一的标准，以至于生产者和使用者之间进行频繁的沟通，进行各项性能指标的验证和检测，会花费大量的时间，并且每次都要重复检验，检测一次周期时间较长，甚至导致合作失败，所以有必要针对微天平用石英晶片制定专用标准，可以提升整个行业的标准化程度，也为微天平设备的生产提供技术指导。
6. 采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况
    下表是本标准与国内相关标准关键指标测量方法的对比情况：
	序号
	试验项目
	GB/T12273.1标准
	本标准
	备注

	1
	尺寸
	4.6
	7.7
	

	2
	外观质量
	4.5
	7.8
	

	3
	标称频率范围、
调整频率
	4.7.1
	7.2
	

	4
	谐振电阻
	4.7.1
	7.2
	

	5
	激励电平相关性
	4.7.2
	7.3
	SJ/T11212-1999

	6
	无用响应
	4.7.4
	7.4
	

	7
	并电容
	4.7.5
	7.5
	SJ/Z9154.3-1987 

	8
	品质因数/Q
	4.7.8
	7.6
	


7. 与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性
本标准符合现行相关法律、法规、规章，与现行的相关国标和行标无冲突。在行业中推荐使用（与相关标准对比见上表内容）。
标准编制组未检索到本标准涉及产品的国家标准和行业标准。
8. 重大分歧意见的处理经过和依据
无。
9. 贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）
为了微天平用石英晶片的生产者和使用者形成统一认识，避免产生歧义和纠纷。希望本标准能尽快颁布与实施。
10. 废止现行相关标准的建议
无。
11. 其他应予说明的事项
    标准编制组就工作组讨论稿提出的意见汇总及处理结果见下表。


         
	序号
	标准章条编号
	意见内容
	提出单位
	处理意见及理由

	1
	封面
	封面还要增加有关专利的说明，照片参考。
	中国电子元件行业协会
	采纳,没有识别出相关专利

	2
	封面
	工作组讨论稿
修改为：（工作组讨论稿）
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	3
	前言
	文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
修改为：
本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	4
	前言
	本补助由中国电子元件行业协会敏感元器件与传感器分会归口。
修改为：
本文件由中国电子元件行业协会敏感元器件与传感器分会归口。
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	5
	前言
	本标准由。。。。。。起草
修改为：
本标准起草单位：XXX、XXX
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	6
	引言
	请注意本规范的某些内容有可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
修改为：建议删掉
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	7
	范围
	本标准规定了微天平用晶振片的结构与外形尺寸、技术要求、试验方法，检验规则及标志、包装、贮存运输的要求。
本标准适用于供微天平测量用石英晶片。
名称需统一，是微天平用晶振片还是微天平用石英晶片
	武汉海创电子股份有限公司
	采纳

	8
	2,5
	第2章和第5章的GB/T 3352标准改为不注日期引用。这个标准是全文引用，并且正在修订。
	中国电子元件行业协会
	采纳

	9
	3
	名称改为“术语和定义”
	中国电子元件行业协会
	采纳

	10
	4
	建议：不分下级张条，删去4.1条，直接写型号命名规则。
	中国电子元件行业协会
	采纳

	11
	4
	4.2标记
应表述为4.2型号命名规则 更妥
	武汉海创电子股份有限公司
	采纳，提出意见时章条4.2

	12
	4
	电极膜材料元素英文符号
后文图中电极材料可能是合金。若为合金则英文符号如何定义需明确。
	武汉海创电子股份有限公司
	采纳，提出意见时章条4.2

	13
	5
	改为“材料”直接规定人造水晶的要求。
	中国电子元件行业协会
	采纳

	14
	5
	用于制造微天平用的晶片的人造石英晶体材料符合GB/T3352-2012
修改为：
用于制造微天平用石英晶片的人造石英晶体材料应符合GB/T3352-2012之规定
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	15
	5
	a）包裹体密度不低于3级
b）红外质量级别不低于C级（Q值≥220万）
c）腐蚀隧道密度不低于3级（≤50条/cm2）
修改为：
a）包裹体密度级别不低于3级
b）红外质量级别＞C级（满足Q值≥220万）
c）腐蚀隧道密度级别不低于3级（≤30条/cm2）
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	16
	5.1
	a）包裹体密度≤3级
b）红外质量级别≥C级
c）腐蚀隧道密度≤3级
“≤”和“≥”建议采用“不低于”的表述方式。
	武汉海创电子股份有限公司
	采纳

	17
	5.3
	建议表1的2个表内脚注移出，单独章、条予以规定，增加晶片尺寸公差、频率允差。
	中国电子元件行业协会
	未采纳,晶片尺寸、电极尺寸和频率公差复杂多样，用列表更复杂，还是用6.1说明；

	18
	6
	改为“技术要求”从结构和外尺寸开始编章、条号。后续章的编号顺延。
	中国电子元件行业协会
	采纳

	19
	6.1图5
	13.77
无公差
	武汉海创电子股份有限公司
	采纳，提出意见时章条5.2 图5

	20
	6.1
	图1～19
晶片尺寸和尺寸公差的小数点有效位数保持一致，后同。
	武汉海创电子股份有限公司
	采纳,提出意见时章条5.2

	21
	6.1
	②实际标称频率可在标称频率±500kHz内
表中未注释②。
	武汉海创电子股份有限公司
	采纳,提出意见时章条5.3

	22
	6.1
	注：图中阴影部分是电极，材料可以是金（Au）、银（Ag）、铂（Pt）或其他金属或合金，由具体型号确定，晶片标称频率由具体型号定。
图1到图17注的内容均相同，在正文中写一遍即可
	武汉海创电子股份有限公司
	采纳，提出意见时章条5.2

	23
	6.1
	产品结构和外形尺寸公差见图1～图17，改为：供参考的产品结构和外形尺寸公差见图1～图17
	武汉海创电子股份有限公司
	采纳，提出意见时章条5.2

	24
	6.1
	图1～图20中阴影部分是电极
修改为：
图1～图20中阴影部分表示电极
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	25
	6.1
	晶片标称频率由具体型号定。
修改为：
晶片标称频率由具体型号确定。
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	26
	6.1
	建议：图1～图20中的尺寸统一保留小数点后面2位数
	北京石晶光电科技股份有限公司
	未采纳，石英晶片尺寸保留小数点后面2位数。电极尺寸保留小数点后面1位数，与精度要求不同有关。

	27
	6.1
	单位：毫米 
修改为：单位：mm
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	28
	6.1
	图5中Ф13.97±0.02标注重复，删掉左视图中的尺寸
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	29
	6.1
	图10主视图9±0.1
修改为：Ф9±0.1
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	30
	6.1
	图示原名称：a)沉积面，该说法在膜厚监控片中使用可以，但是作为敏感测试单元，不合理。
修改为：a)检测面
	成都泰美克晶体技术有限公司
	采纳

	31
	6.2表1
	①实际尺寸可在标称尺寸±0.5mm内，以图1～图17为优先选择；
有矛盾，公差差别太大，以哪个为准
	武汉海创电子股份有限公司
	采纳，提出意见时章条5.3 表1

	32
	6.2
	表1：性能参数
修改为：
表1 性能参数【后面表2、表3、表3均去掉冒号，加空格】
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	33
	6.3表2
	电阻比值
需明确电阻比值的定义
	武汉海创电子股份有限公司
	采纳，提出意见时章条5.5 表3

	34
	6.3表2
	谐振电阻 改为：谐振电阻（Ω）
	武汉海创电子股份有限公司
	采纳，提出意见时章条5.4 表2

	35
	6.4
	表3无用响应测量条件与要求
修改为：
表3 无用响应测量条件与要求
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	36
	6.5
	电极膜无划痕、污染物、无可视偏斜。
修改为：
电极膜无划痕、无污染物、无可视偏斜。
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	37
	6.5
	原文：石英晶片崩边应小于0.1mm,无划痕、裂纹、炸口、破碎、附着粉、阴阳面、污染物等缺陷
修改为：灯光下目检或规定倍数放大镜或显微镜检查，石英晶片崩边应小于0.1mm,无划痕、无裂纹、无暗裂、无破碎、无色差、无污染物等外观不良
	成都泰美克晶体技术有限公司
	未采纳，已经采纳北京石晶光电科技股份有限公司的意见

	38
	7.1
	a）测试温度15°～35°改为：a）测试温度15℃～35℃
	武汉海创电子股份有限公司
	采纳，提出意会时章条6.1

	39
	7.1
	一般条件，修改为：试验条件
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	40
	7.1
	试验条件应满足GB/T2423.1-2008中5.3规定。
修改为：
试验条件应按GB/T2423.1-2008中5.3规定。
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	41
	7.1
	测量前晶片应在测量温度下放置至少1小时。受控恢复条件和干燥条件按GB/T2421.1-2008中5.4的规定。
修改为：
测量前晶片应在试验条件下放置至少1小时。受北京石晶光电科技股份有限公司控恢复条件和干燥条件应按GB/T2421.1-2008中5.4的规定。
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	42
	7.2
	按GB/T12273.1-2017中4.7.1规定进行测，
修改为：
按GB/T12273.1-2017中4.7.1规定进行测量，
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	43
	7.4
	按GB/T12273.1-2017中4.7.4和下列要求进行，扫描范围、扫描点数按表3规定的要求，激励电平：100μW。
修改为：
按GB/T12273.1-2017中4.7.4和下列要求【指什么？】进行，扫描范围、扫描点数符合表3规定的测量条件与要求，激励电平：100μW。
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	44
	7.8
	用5～10倍显微镜放大镜在日光灯下检测崩边、划痕、裂纹、炸口 、破碎、附着粉、阴阳面 、污染物等，电极膜无划痕、污染物。
修改为：
用5倍～10倍显微镜放大镜在日光灯下检测崩边、划痕、裂纹、炸口 、破碎、附着粉、阴阳面 、污染物等缺陷，电极膜无划痕、无污染物。
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	45
	7.8
	同37项
	成都泰美克晶体技术有限公司
	未采纳，已经采纳北京石晶光电科技股份有限公司的意见

	46
	8
	请先规定鉴定检验，然后是质量一致性检验，质量一致性检验下再分为逐批检验和周期检验。
	中国电子元件行业协会
	采纳,没有单独列出质量一致性检验条款，直接在鉴定检验后列逐批检验和周期检验。减少章条层次。

	47
	6.5，7.8
	“晶片崩边应小于0.1mm，划痕、划痕、裂纹、炸口、破碎、附着粉、阴阳面、污染物等缺陷，电极膜无划痕、污染物、无可视偏斜。
用5～10倍显微镜放大镜在日光灯下检测崩边、划痕、划痕、 裂纹、炸口 、破碎、附着粉、阴阳面 、污染物、电极膜无划痕、污染物。”
“晶片崩边应小于0.1mm，划痕、划痕、裂纹、炸口、破碎、附着粉、阴阳面、污染物等缺陷，电极膜无划痕、污染物、无可视偏斜。
用5～10倍显微镜放大镜在日光灯下检测崩边、划痕、划痕、 裂纹、炸口 、破碎、附着粉、阴阳面 、污染物、电极膜无划痕、污染物。”
需细化，原文有编辑错误。
	武汉海创电子股份有限公司
	采纳，提出意见时章条5.6

	48
	8.1.2
	表4 鉴定检验和周期检验项目
尺寸  6.7、外观质量  6.8、并电容  6.5、品质因数/Q  6.6
修改为：
尺寸  6.1、外观质量  6.5、并电容  7.5、品质因数/Q  7.6
	北京石晶光电科技股份有限公司
	部分采纳，章条号不一致。条款全部引用“7试验和测试方法”中的条款比较合理

	49
	8.1.2
	频率和谐振电阻  6.2
修改为：表格增加一行
标称频率范围、调整频率    6.2
谐振电阻                  6.2
	北京石晶光电科技股份有限公司
	部分全采纳，分开描述，条款全部引用“7试验和测试方法”中的条款比较合理

	50
	8.2.1
	检验批由同一生产条件下、同一型号、同一规格且一次检验的产品组成。改为：
检验批由同一生产条件下、同一型号且一次检验的产品组成。
	武汉海创电子股份有限公司
	采纳，提出意见时章条7.2.1

	51
	8.2.2
	按GB/T2828-2012种一次正常抽验方案，改为：
按GB/T2828-2012中一次正常抽验方案
	武汉海创电子股份有限公司
	采纳，提出意见时章条7.2.3

	52
	8.2.2
	检查水平、AQL按表4规定。
修改为：
检查水平、AQL按表4的规定进行。
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	53
	8.2.5
	经100%测试提出不合格品后，改为：经100%测试剔除不合格品
	武汉海创电子股份有限公司
	采纳，提出意见时章条7.2.5

	54
	8.3.1
	添加：e)生产场地变更后
	成都泰美克晶体技术有限公司
	采纳

	55
	9.2.1
	包装箱、盒、盘袋所使用的材料应位中性，材料中不含有铅、汞、镉、六价铬及PBB（多溴联苯）、PBDE（多溴二苯醚）、DEHP、BBP、DBP、DIBP）等有害物质满足RoHS指令/2011/65/EC的要求。
修改为：
包装箱、盒、盘、袋所使用的材料应为环保材料，材料中应不含有铅、汞、镉、六价铬及PBB（多溴联苯）、PBDE（多溴二苯醚）、DEHP、BBP、DBP、DIBP）等有害物质，满足RoHS指令/2011/65/EC的要求。
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	56
	9.2.2
	内包装为专用托盘包装或纸盒，并以真空袋密封。除非合同另有规定，带盘或纸盒上应注明：
a）制造厂名或商标；
b）产品型号；
c）石英晶片标称频率
修改为：
内包装为专用托盘或纸盒包装，并以真空袋密封。除非合同另有规定，拖盘或纸盒上应注明：
a）制造厂名或商标；
b）产品型号；
c）标称频率；
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳

	57
	9.2.3
	测量方法，，但在出现争议
h）质检部门章；
改为：
测量方法，但在出现争议
h）质检部门章。
	武汉海创电子股份有限公司
	采纳，提出意见时章条6.9
8.2.3

	58
	9.2.3
	包装箱表面应按GB191-2008的规定标明“防潮”“轻放”等图形和字样，或者满足合同有要求。
修改为：
每个包装箱上应按GB191-2008的规定标明“防潮”、“轻放”等图形或字样，或者满足合同有要求。
	北京石晶光电科技股份有限公司
	采纳


说明：  ① 参与“征求意见稿”讨论的单位数：  9  个。
② 讨论过程中提出意见和建议：58 个。
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